Federleisten

far 1mm Leiterplatten

Baureihe A mit Befestigungsflansch

Polzahl

9 (SMC, SMC-D,
DPS8)

12 (DPS9/10)

a b d d e

8 22,224 30 36
2,54
11x 30,5 33 39 45
2,54
13
~ i
“ - gl 2
t

28

nnanpnn

Technische Daten

Formstoffkérper

Kontaktmaterial
Kontaktabstand

Kontaktbelastung
Betriebsspannung
Ubergangs-
widerstand
Isolations-
widerstand
Prafspannung ~
Umgebungs-
temperatur
Steckkraft pro
Kontakt
Abzugskraft pro
Kontakt
Steckhaufigkeit

PPO glasfaserverstarkt
(selbstléschend, nicht
tropfend, Gruppe1)
Lotstifte und Lotésen Au
uber Ni auf Sn-BZ

5, 9 und 12polig = 2,54mm
11polig = 2,00mm

1A

40V

<15mOhm

>10” Ohm
500V

-40°C ...+100°C

ca. 2N

ca. 1,8N

Nach 100 Steckungen kei-

ne Beeintrachtigung aller
technischen Daten.

Baureihe B

Polzahl a b C

5 (PICO, PICO-D, 4x2,54 142 15,2
SCSI)

9 (SMC, SCM-D, 8x2,54 222 24
DPS8)

11 (SMC, SMC-D, 10x2,0 222 24

DPS8)
12 (DPS$9/10) 11x2,54 30,5 33
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Anschlussarten

Lotose
Bestellbez. L

L

03
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Bestellangaben:
Bezeichnung BILS: B
Baureihe

Polzahl

Anschlussart

6.2
6

Lotstift
Bestellbez. LS

L

0 0,625
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